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数字电网科技公司2024年数字配电事业部智能终端芯片及模组销售包装物采购项目
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1. 项目背景
首先，随着经济的发展和市场竞争的加剧，产品的包装已经成为企业提升品牌形象、促进销售的重要手段；
其次，智能终端芯片包装能够保护芯片免受外界环境的影响，封装使得芯片的安装和更换更为简单方便，降低了维修成本。合适的封装设计能够确保芯片在运输、安装和使用过程中的稳定性和可靠性；
因此为承接并履行好智能终端芯片及模组的销售工作，需要采购对应的包装物。
2. 采购物资
包装物及规格清单如下：
	序号
	物料名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	IC托盘9*9mm
	封装：QFN;规格:9*9;片/盘:10*26=260pcs;耐高温:150(℃)；表面电阻率:10^5(Ω)~10^11(Ω)；重量:185.2(g)
	120
	个
	

	2
	IC托盘23*23mm
	封装：PBGA;规格:23*23; 片/盘:5*12=60pcs；耐高温:150(℃)；表面电阻率:10^5(Ω)~10^11(Ω)；重量:106.4(g)
	170
	个
	

	3
	芯片样片盒
	100*80*18mm样片盒, 硅晶塑料材质，含防静电海绵
	50
	个
	内衬需要要密封海绵

	4
	防静电袋
	防静电铝箔袋（50cm*25cm），加厚（约8个丝），真空蔽光纯铝袋
	460
	个
	

	5
	吸芯片笔
	[bookmark: _GoBack]6.5mm工业防静电强力手动/真空吸笔
	3
	支
	

	
	吸芯片笔
	10mm工业防静电强力手动/真空吸笔
	3
	支
	

	6
	抽真空机
	工业用，小型、封装芯片，40cm双泵大吸力封口抽真空机
	1
	台
	



3. 交付要求
合同签订之日起至10个工作日内到货。
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